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Sert Baskı Devre Kartları İçin Kalifikasyon
ve Performans Spesifikasyonu

1 KAPSAM

1.1 Kapsam Beyanı Bu standart sert baskı devre kartlarının fabrikasyonu için kalifikasyon ve performans gerekliliklerini
yayınlamakta ve belirlemektedir.

1.2 Amaç Bu standardın amacı aşağıdaki yapılar ve/veya teknolojileri temel alarak sert baskı devre kartlarının kalifikasyon
ve performansı için gereklilikleri yayınlamaktır. Başka bir şekilde tanımlanmadığı sürece bu gereklilikler bitmiş ürünlere
uygulanır:
• Kaplı delik içine sahip olan veya olmayan tek yüzlü, çift yüzlü baskı devre kartları.
• Kaplı delik içlerine sahip veya gömülü/kör geçiş delikleri/mikro geçiş deliklerine sahip olan veya olmayan çok katmanlı

baskı devre kartları.
• Dağıtıcı kapasitif yüzeylere ve/veya kapasitif ya da resistif komponentlere sahip aktif/pasif gömülü devreli baskı devre

kartları.
• Aktif olabilen veya aktif olmayabilen harici metal ısı çerçevelere sahip olan veya olmayan metal çekirdekli baskı devre

kartları.

1.2.1 Destekleyici Belgeler Dışarıdan veya içeriden gözlemlenebilen kabul edilebilir/uygun olmayan koşulların görüntü-
lenmesine yardımcı olabilecek şekiller, resimler ve fotoğrafları içeren IPC-A-600, tavsiyeler ve gerekliliklerin daha fazla
anlaşılması için bu standart ile birlikte kullanılabilir.

1.3 Performans Sınıflandırması ve Türü

1.3.1 Sınıflandırma Bu standart, müşteri ve/veya son kullanıcı gerekliliklerini temel alan sert baskı devre performans
sınıflandırması için kabul kriterlerini yayınlamaktadır. Baskı devre kartları, IPC-6011’de tanımlanan üç genel Performans
Sınıfı’ndan birisi ile sınıflandırılır.

1.3.1.1 Gerekliliklerden Sapma Bu kök sınıflandırmanın gerekliliklerinden sapma kullanıcı ve tedarikçi arasında
anlaşılacağı gibi (AABUS) olmalıdır.

1.3.1.2 Uzay Uygulamaları Gereklilikleri İçin Sapma Uzay uygulamaları performans gereklilikleri için sapma, IPC-6012DS
Ek dökümanında sağlanmaktadır ve bu ek tedarik dökümantasyonunda belirtildiğinde uygulanabilirdir.

1.3.2 Baskı Devre Kartı Türü Kaplı Delik içlerine sahip olmayan (Tip 1) ve sahip olan (Tip 2-6) baskı devre kartları
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır ve Tablo 1-1’de tanımlanan teknoloji ilavelerini içerebilir:

Tip 1 — Tek Yüzlü Baskı Devre Kartları
Tip 2 — Çift Yüzlü Baskı Devre Kartları
Tip 3 — Kör veya Gömülü Geçiş Deliklerine Sahip Olmayan Çok Katmanlı Baskı Devre Kartları
Tip 4 — Kör ve/veya Gömülü Geçiş Deliklerine Sahip Olan (Mikro Geçiş Deliklerini de İçerebilir) Çok Katmanlı Baskı

Devre Kartları
Tip 5 — Kör veya Gömülü Geçiş Deliklerine Sahip Olmayan Çok Katmanlı Metal Çekirdekli Baskı Devre Kartları
Tip 6 — Kör ve/veya Gömülü Geçiş Deliklerine Sahip Olan (Mikro Geçiş Deliklerini de İçerebilir) Çok Katmanlı Metal

Çekirdekli Baskı Devre Kartları

1.3.3 Tedarik İçin Seçim Performans Sınıfı tedarik dökümantasyonunda belirtilmelidir.

Tedarik dökümantasyonu, baskı devre kartlarının fabrikasyonu için yeterli bilgiyi sağlamalıdır ve kullanıcının istediği
ürünü almasını garanti etmelidir. Tedarik dökümantasyonunda içerilmesi gereken bilgi IPC-2611 ve IPC-2614 ile uyumlu
olmalıdır.
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